R[] mikra

Produktinformation Type: PB2525/10/SE/SF
Gruppe: Spezial- und Fingerkihlk&érper

Kahlkérper fir Mikroprozessoren (PGA, BGA, IC)

Fur Halbleitergehduse: PGA, BGA, IC
Anzahl Halbleiter: 1
Halbleitermontage: kleben
Kihlkérpermontage: kleben
Oberflache: schwarz eloxiert
Warmewiderstand: 5.6 KIW
Material: AL 99,5

Kahlkérper fur Mikroprozessoren (Fliesspresstechnik)

Direktmontage durch hoch warmeleitende Selbstklebefolie
(vormontiert)

Zusétzliche verbesserte Warmeleitung durch reine
Aluminiumlegierung und hohe Materialdichte

Bestmdégliche Warmeabstrahlung durch schwarz eloxierte
Oberflache

RthK- Werte gelten fur nattrliche Konvektion (ohne
Fremdbeliftung)
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